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Termostabilt, ved bestrdling tveerbindings-
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anvendelsesformal

SAMMENDRAG, 3633-85

Der angives et termostabilt, ved bestrdling tvarbin-
dingsdygtigt polymersystem til mikroelektroniske anven-
delsesformdl. Til opndelse af en lav dielektricitetskon-
stant og til forbedring af den vedvarende temperaturbe-
standighed af strilingsfglsomme kunstharpikslakker inde-
holder polymersystemet som udgangsstoffer for omsztnin-
gen lineazre fluorpolymere med mindst to reaktive ende-
grupper pr. polymermolekyle. Der indbygges fortrinsvis
perfluorerede polyetherforbindelser og perfluorerede
alkaner. Produktet anvendes som belzgning (2, 13, 4)
ved fremstillingen af trykte flerlagskredslgb, og der
spares gennemboringer og yderligere kobbermellemlag. Et
yderligere anvendelsesomrdde er integrerede halvleder-
koblinger i VLSI-teknik ved frembringelse af negativ-

fotoresister.
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